
Bienvenido a O-lider

O-líder se esfuerza por ser su socio de solución de parada en la cadena de suministro de EMS, incluido el
diseño de PCB, la fabricación de PCB y el ensamblaje de PCB, proporcionamos parte de la tecnología PCB
más avanzada, incluidos PCBS HDI, PCB de múltiples capas, PCBS rígidos y flexibles. Soporte desde el
prototipo de giro rápido a la producción media y masiva.

En general, nuestros clientes globales están muy impresionados con nuestros servicios: respuesta rápida,
precio competitivo y compromiso de calidad. Probar el servicio técnico más valioso y la solución general
es la forma en que conduce hacia adelante.

Mirando hacia el futuro, la O-líder se concentrará en la innovación y el desarrollo de la tecnología de
fabricación de electrónica como siempre, y realizará esfuerzos persistentes en el servicio One-STOP de
PCB y PCBA para proporcionar servicios de primera clase y crear más valor para nuestros clientes.

Por favor haga clic aquí para obtener más información:LOW COST PCB Fabricación Poe OEM
Fabricación

Descripción del producto
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Raspberry Pi Poe Feature Compute Module IO Board (porcelanaHFabricante de la placa de
circuito del módulo del agujero ALF)

Visión general

La Junta de POE del módulo de cómputo es una placa de desarrollo que puede conectar un módulo de
cómputo PI de Raspberry y hacer uso de los recursos de PI de manera más flexible. Con la función POE
(POWER SOBRE ETHERNET), y las interfaces periféricas a bordo versátiles, es adecuado para evaluar el
módulo de computación de Raspberry PI, también es una opción ideal para productos finales.

Características

* Encabezado de GPIO de Raspberry Pi, para conectar tipos de sombreros de PI de Raspberry
* Puerto Ethernet de la negociación automática de 10/100m, con POE habilitado
* Puertos USB 4x, permite conectar más dispositivos USB
* 2x interfaces de cámara CSI
* Interfaces a bordo HDMI / DSI para visualizaciones de conexión
* USB a bordo a UART, para depuración en serie
* Interfaz de ventilador de refrigeración, funciona automáticamente en encendido o controlado por io
PINS
* Adopta SMP aislado (fuente de alimentación del modo de conmutación)

Especificaciones

* Fuente de alimentación: Puerto Micro USB / POE Ethernet Puerto
* Entrada de potencia POE: 37V ~ 57V DC en
* Salida de potencia POE: 5V 2.5A DC OUT
* Estándar de red: 802.3AF POE Standard
* Dimensiones: 114mm × 84.4mm
* Tamaño del agujero de montaje: 3.2mm

Que hay a bordo
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1. Interfaz de módulo de cómputo: para conectar el módulo de cómputo (CM3 / CM3L / CM3 + / CM3 +
L)
2. Encabezado GPIO de la frambuesa PI: para conectar los sombreros de la frambuesa PI
3. POE habilitado el puerto Ethernet: Negociación automática de 10 / 100M, para conectar el enrutador o
el interruptor con la función POE
4. Interfaz DSI: Puertos de visualización, para conectar Raspberry PI LCD
5. Puertos USB: puertos USB 4x, para conectar dispositivos USB
6. Interfaz CSI: puertos de cámara CSI 2X, para conectar la cámara PI de Raspberry
7. Puerto HDMI
8. Interfaz USB a UART: para la depuración en serie
9. Interfaz de esclavos USB: le permite grabar la imagen del sistema en el módulo de cómputo 3/3 +
10. Puerto de alimentación: 5V 2.5A
11. Slot de la tarjeta TF (lado inferior): inserte una tarjeta Micro SD con sistema pre-grabado, para
iniciar el módulo de calcular 3/3 + Lite Variant
12. Interfaz de ventilador de enfriamiento
13. LAN9514 (lado inferior): Hub USB totalmente integrado y controlador Ethernet 10 / 100M
14. SI3404 PoE Power Management Chip (lado inferior)
15. CP2102 USB a UART Converter
16. EP13 PoE Power Transformer
17. Aislador óptico
18. Dos indicadores LED:
ROJO: INDICADOR DE POTENCIA DE LA FRASPBERRA PI
GREEN: Indicador de estado de funcionamiento de Raspberry Pi
19. Indicador de red neto
20. Rectificador de puente
21. VGX Power Config Jumper: configure el nivel de E / S



22. Configuración de salida UART:
Izquierda: Conecte el puerto serie CP2102 y el puerto serie PI de Raspberry PI
Derecha: desconecte el puerto serie CP2102 y el puerto serie PI de Raspberry PI
23. Configuración de ventilador de enfriamiento:
P34: El ventilador está controlado por PM34 PIN
ES: El ventilador se alimenta directamente de la fuente de alimentación de 5V
24. PoE Config:
DIS: Deshabilitar Poe
ES: Habilitar PoE
25. PAE POWER POWER VOLTAJE PADS

Ejemplo

Nota: El módulo de cómputo en la foto no está incluido.

Dimensiones



Nuestro equipo













Certificaciones







Capacidad de procesamiento
Capacidades de producción de PCB
Recuento de capas 1layer-32layer
Espesor del cobre terminado 1 / 3oz-12oz
Ancho de línea min / espaciado interno 3.0mil / 3.0mil
Ancho de línea Min / espaciado externo 4.0mil / 4.0mil
Relación Max Aspect 10: 1
Espesor del tablero 0.2mm-5.0mm
Tamaño máximo del panel (pulgadas) 635 * 1500mm
Tamaño mínimo de agujero perforado 4mil
Tolerancia con el agujero de patiada +/- 3mil
BIIND / VIES enterrados (tipos AII) SÍ
A través de relleno (conductivo, no conductor) SÍ
Material de base FR-4, FR-4High TG.HALOGEN Material libre, Rogers, Base de aluminio,Poliimida, pesado cobre
Acabados de superficie Hasl, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMersion Silver,lmmersion let, dedos de oro, tinta de carbono

Capacidades de producción SMT

Material de PCB FR-4, CEM-1, CEM-3, tabla de aluminio, FPC

Tamaño máximo de PCB 510x1500mm

Min PCB Tamaño 50x50mm

Espesor de PCB 0.5mm-4.5mm

Espesor del tablero 0.5-4mm

Tamaño de los componentes mín. 0201

Componente estándar de tamaño de chip 0603 y más grande

Componente máximo altura 15mm

Tono de plomo min 0.3mm

Min BGA Ball Pitch 0.4mm

Precisión de colocación +/- 0.03mm

Empaquetado y entrega





Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo se asegura la calidad de O-Lider? Nuestro estándar de alta calidad se logra con lo
siguiente.
1.1 El proceso está estrictamente controlado por las normas ISO 9001: 2008.
1.2 Uso extensivo del software en la gestión del proceso de producción.
1.3 Equipos y herramientas de prueba de última generación. P.ej. Sonda voladora, inspección de rayos X,
AOI (inspector óptico automatizado) y TIC (pruebas en circuito).
1.4.El equipo de garantía de calidad condicado con proceso de análisis de caso de falla.
1.5.Continuo personal de capacitación y educación.

2. ¿Cómo lleva el O-Liderar su precio competitivo?
Durante la última década, los precios de muchas materias primas (por ejemplo, cobre, productos
químicos) se habían duplicado, triplicado o cuadruplicado; La moneda china RMB se había apreciado 31%
sobre dólar estadounidense; Y nuestro costo laboral también aumentó significativamente.
Sin embargo, la O-liderado ha mantenido firmes nuestros precios. Esto posee enteramente a nuestras
innovaciones para reducir el costo, evitando los desechos y la mejora de la eficiencia. Nuestros precios
son muy competitivos en la industria al mismo nivel de calidad.
Creemos en una asociación de ganar-ganar con nuestros clientes. Nuestra asociación será mutuamente
beneficiosa si podemos proporcionarle un costo y calidad de EDGEON.



3. ¿Qué tipos de tablas pueden realizar el proceso de O-líder?
Tableros comunes FR4, High-TG y tableros sin halógenos, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminio / Tableros a
base de cobre, PI, etc.

4. ¿Qué datos son necesarios para la producción de PCB y PCBA?
4.1 BOM (BISTA DE MATERIALES) CON DISEÑADORES DE REFERENCIA: Descripción del componente,
nombre del fabricante y número de pieza.
4.2 Files Gerber PCB.
4.3 Dibujo de fabricación de PCB y ensamblaje PCBA.
4.4 Procedimientos de prueba.
4.5 Cualquier restricción mecánica, tales como requisitos de altura del conjunto.

5. ¿Cuál es el flujo de proceso típico para PCB multicapa?
Corte de material → Película seca interna → Grabado interior → Interior AOI → Multi-Bond → Pila de la
capa → Perforando → PTH → PLATABLE PANEL → Película seca exterior → Patrón de placa → Grabado
exterior → Outer AOI → Máscara de soldadura → Marca de componentes → Acabado de la superficie →
Enrutamiento → E / T → Inspección visual.

6. ¿Cuáles son los equipos clave para la fabricación de HDI?
La lista de equipos clave es la siguiente: Máquina de perforación láser, Máquina de presión, línea VCP,
Máquina de exposición automática, LDI y etc.
Los equipos que tenemos son los mejores en la industria, las máquinas de perforación con láser son de
Mitsubishi y Hitachi, las máquinas LDI son de la pantalla (Japón), las máquinas de exposición automática
también son de Hitachi, todas las permiten que podamos cumplir con los requisitos técnicos del cliente.

7. ¿Cuántos tipos de acabado de superficie o-plomo pueden hacer?
O-El líder tiene la serie completa de acabado de superficie, como: Enig, OSP, LF-Hasl, chapado en oro
(suave / duro), plata de inmersión, estaño, plateado, chapado de estaño de inmersión, tinta de carbono y,
etc. .. OSP, ENIG, OSP + Enig se usa comúnmente en el HDI, generalmente le recomendamos que use un
cliente o OSP OSP + enig si el tamaño de BGA PAD es inferior a 0,3 mm.

8. ¿Cuál es su capacidad para FPC? ¿Puede O-liderar su servicio SMT también?
O Fidel Fabrica FPC de una capa única a 8layer, el tamaño del panel de trabajo puede ser tan grande
como 2000 mm * 240 mm, encontrar los detalles en la página "Capacidad Flex"
También proporcionamos servicio de SMT One Stop al cliente.

9. ¿Cuáles son los principales factores que afectarán el precio de PCB?
Material;
Acabado de superficie;
Dificultad de la tecnología;
Diferentes criterios de calidad;
Características de PCB;
Términos de pago;
Diferentes países manufactureros.

10. ¿Cuál es la definición de PCB, PWB y FPC y cuál es la diferencia?
PCB es corto para la placa de circuito impreso;
PWB es corto para la placa de alambre impreso, el mismo significado que la placa de circuito impreso;
FPC es corto para el tablero impreso flexible.

11. ¿Qué factores deben considerarse al elegir el material para una placa de PCB?
Deben considerarse los factores a continuación cuando elegimos el material para PCB:
El valor TG del material debe ser mayor que la temperatura de operación;



El material CTE bajo tiene un buen desempeño de la estabilidad térmica;
Buen rendimiento de resistencia térmica: normalmente se requieren PCB para resistir 250 por al menos
50s.
Buena planitud; En consideración de las propiedades eléctricas, el material de baja pérdida / alta
permitividad se usa en PCB de alta frecuencia; S sustrato de fibra de vidrio de poliimida utilizada para
PCB flexible; El núcleo de metal se usa cuando el producto tiene un requisito estricto de disipación de
calor.

12. ¿Cuál es el mérito de la PCB rígida-flexible de O-líder?
El PCB RIGID-FLEX RIGIDO DE O-LINGER tiene los caracteres tanto de FPC como de PCB, por lo que se
puede utilizar en algunos productos especiales. Una parte es flexible, mientras que la otra parte rígida,
puede ayudar a ahorrar el espacio interior del producto, reducir el volumen del producto y mejorar el
rendimiento.

13. ¿Cómo usted hace el cálculo de la impedancia?
El sistema de control de impedancia se realiza utilizando algunos cupones de prueba, el equipo SI6000
suave y el equipo 500s de los instrumentos polares.
El equipo mide la impedancia en un cupón de configuración de pista representativa de la que el cliente
nos ha dado un valor y tolerancia determinadas.


